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Abstract (en)
[origin: DE19636055A1] The semiconductor disc rests on a rotatable table, rotates about a centre axis, and is machined by several rotating tools,
each of which removes a certain material amount from the disc edge. During the disc rotation the tools are sequentially moved against the disc edge
for simultaneous machining. A tool, just fed into cut, removes less material from the edge than a previously cutting tool. The disc edge machining is
not finished until the disc has been rotated through 360 deg . Pref. the tools are selected from a group contg. grinding and polishing tools and tools
for ductile grinding.

Abstract (de)
Verfahren zur materialabtragenden Bearbeitung der Kante einer Halbleiterscheibe, wobei die Halbleiterscheibe auf einem drehbeweglichen
Tisch aufliegt, um eine Mittelachse gedreht wird und mit einer Mehrzahl von sich drehenden Bearbeitungswerkzeugen bearbeitet wird, und jedes
der Bearbeitungswerkzeuge eine bestimmte Menge an Material von der Kante der Halbleiterscheibe abtragen soll. Das Verfahren ist dadurch
gekennzeichnet, daß die Bearbeitungswerkzeuge im Verlauf einer 360°-Drehung der Halbleiterscheibe nacheinander gegen die Kante der
Halbleiterscheibe zugestellt werden und die Kante der Halbleiterscheibe schließlich gleichzeitig bearbeiten, und ein Bearbeitungswerkzeug, das
gerade zugestellt wird, eine geringere Menge von der Kante der Halbleiterscheibe abtragen soll, als ein zuvor zugestelltes Bearbeitungswerkzeug,
und die Bearbeitung der Kante der Halbleiterscheibe mit einem Bearbeitungswerkzeug frühestens beendet wird, nachdem sich die
Halbleiterscheibe, von der Zustellung dieses Bearbeitungswerkzeugs an gerechnet, um 360° gedreht hat. <IMAGE>
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